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上海证券交易所文件  
 

 

上证科审（再融资）〔2021〕19 号 

─────────────── 

 
 
关于上海硅产业集团股份有限公司向特定对

象发行股票申请文件的审核问询函 

 

上海硅产业集团股份有限公司、海通证券股份有限公司： 

根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试

行）》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》

等有关法律、法规及本所有关规定等，本所审核机构对上海硅产

业集团股份有限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行

股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 

 

 

1. 关于募投项目 

1.1 募集说明书披露，本次募投项目之一集成电路制造用

300mm 高端硅片研发与先进制造项目计划投资金额 46.04 亿元，

其中使用募集资金投入 15亿元。项目实施后，公司将新增 30万

片/月可应用于先进制程的 300mm半导体硅片产能。 
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根据公司招股说明书，公司首发募投项目之一为集成电路制

造用 300mm硅片技术研发与产业化二期项目，总投资金额 21.73

亿元。项目实施后，公司将新增 15万片/月 300mm半导体硅片的

产能。 

请发行人披露：（1）本次募投项目与前述首发募投项目的联

系与区别，产品特性、技术工艺、应用芯片制程范围、下游应用

领域是否相同；（2）本次募投项目的预计效益情况。 

请发行人说明：（1）结合公司目前技术储备情况，论证募投

项目实施的技术可行性，是否存在重大不确定性风险；（2）结合

公司现有同类项目单位产能投资额及同行业公司情况，说明本次

募投项目投资数额的测算过程，测算依据及谨慎性；（3）目前全

球已实现量产 300mm高端硅片产品的企业、存量产能及市场竞争

情况；（4）结合当前半导体行业周期波动情况、下游集成电路先

进制程芯片市场需求变动、300mm高端硅片在手订单、客户认证

进展等情况，说明新增 300mm高端硅片产能是否存在无法消化的

风险，如存在，请披露相关应对措施并补充风险提示。 

1.2发行人目前已量产 200mm高端硅基材料，本次拟使用 20

亿元募集资金投入 300mm高端硅基材料研发中试项目。 

请发行人披露：本次募投项目的预计效益情况。 

请发行人说明：（1）结合 300mm高端硅基材料与公司目前已

量产 200mm高端硅基材料在技术工艺、技术先进性等方面的区别，

论证公司当前技术、人才等储备用以研发与制造 300mm高端硅基

材料的技术可行性，是否存在重大不确定性风险；（2）结合公司

现有同类项目单位产能投资额，说明本次募投项目投资数额的测
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算过程，测算依据及谨慎性；（3）目前全球已实现量产 300mm硅

基材料的企业、存量产能及市场竞争情况；（4）新增产能的消化

措施及是否存在无法消化的风险，并根据实际情况补充风险提示。 

请保荐机构和申报会计师对本次各募投项目投资数额的测

算依据、过程、结果的合理性，公司本次各募投项目金额是否超

过实际募集资金需求量，发表明确意见。 

1.3 根据募集说明书，发行人本次拟投资建设募投项目

“300mm 高端硅片研发与先进制造项目”和“300mm 高端硅基材

料研发中试项目”。根据具体构成，募集资金主要用于建筑工程

及设备购置等资产投资。 

请发行人说明：（1）结合本次募投项目的经营模式及盈利模

式、同行业可比公司的盈利情况，分析募投项目收益情况，及具

体测算过程、测算依据；（2）结合本次募投项目收益测算情况、

客户认证周期、产能爬坡、本次募投项目固定资产折旧摊销等因

素，说明本次募投项目对发行人业绩的影响，发行人是否存在近

期会计年度亏损进一步扩大的风险。 

2. 关于补充流动资金 

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 500,000 万元，

其中拟使用募集资金 150,000 万元用于补充流动资金。 

请发行人结合募投项目中非资本性支出的情况，测算本次募

投项目中实质用于补充流动资金的具体金额，并论证补充流动资

金的比例是否超过募集资金总额的 30%。 

请保荐机构根据《科创板上市公司证券发行上市审核问答》

第 4 问，核查并发表意见；请申报会计师核查并发表意见。 
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3. 关于财务性投资 

根据申报材料，截至 2020 年 9 月末，发行人持有的其他权

益工具投资账面价值为 357,809.89 万元，系子公司 NSIG Sunrise

持有法国上市公司 Soitec 的股票；发行人持有的交易性金融资产

账面价值为 100,639.65 万元，系公司购买或投资的以公允价值计

量的保本浮动型结构性存款以及产业基金；2020 年 9 月末公司长

期股权投资为对联营公司上海集成电路材料研究院有限公司与

上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司的投资款项。 

请发行人披露：截至最近一期末，持有财务性投资余额的具

体明细、持有原因及未来处置计划。 

请发行人说明：（1）自本次发行相关董事会决议日前六个月

起至本次发行前，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融

投资）的具体情况；相关财务性投资金额是否已从本次募集资金

总额中扣除；（2）结合相关投资情况分析公司是否满足最近一期

不存在金额较大财务性投资的要求。 

请保荐机构、申报会计师及发行人律师结合《科创板上市公

司证券发行上市审核问答》第 5问，对上述问题核查并发表明确

意见。 

4. 关于公司财务状况 

4.1根据发行人已披露的 2020年业绩快报，发行人 2020年

实现营业收入 181,127.78 万元，同比增长 21.36%；实现扣除非

经常性净利润为负的-28,064.76 万元，较去年同期亏损幅度扩

大 4327.31万元。亏损幅度扩大的主要原因是公司 300mm半导体
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硅片业务仍处于产能爬坡阶段，固定成本持续增加。 

请发行人披露：（1）结合公司收入结构、主要产品销售单价

及销量变化，说明公司收入变化的原因；（2）公司目前主要产品

2018 至 2020年产能及产能利用率情况，分析产能利用率变化的

主要原因。 

4.2 根据申报材料，2020 年 9 月 30 日，前期因收购上海新

昇、Okmetic 和新傲科技三家子公司，发行人商誉账面价值为

112,893.78万元，占公司净资产比例为 13.46%。 

请发行人披露：商誉的确认和计量是否符合企业会计准则的

相关规定，以及可能对公司经营业绩的影响。 

请申报会计师核查并发表明确意见。 

5. 其他 

5.1根据申报材料，本次募投项目实施后，公司存在关联交

易金额增加的风险。 

请保荐机构和发行人律师根据《科创板上市公司证券发行上

市审核问答》第 6问，核查并发表明确意见。 

5.2请发行人结合募投项目的具体情况，进一步说明相关项

目的实施风险，并完善募集说明书相关风险揭示。 

 

 

 

 

请公司区分“披露”及“说明”事项，披露内容除申请豁免

外，应增加至募集说明书中，说明内容是问询回复的内容，不用
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增加在募集说明书中；涉及修改募集说明书等申请文件的，以楷

体加粗标明更新处，一并提交修改说明及差异对照表；请保荐机

构对公司的回复内容逐项进行认真核查把关，并在公司回复之后

写明“对本回复材料中的公司回复，本机构均已进行核查，确认

并保证其真实、完整、准确”的总体意见。 

 

 

 

 

 

 上海证券交易所 

 二〇二一年三月十二日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主题词：科创板  再融资  问询函 
 
上海证券交易所科创板上市审核中心       2021 年 03 月 12 日印发 
  


